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(57)【要約】
【課題】複数の基板を収容可能なロードロック室の大型
化を抑制する。
【解決手段】ロードロック室は、第２の搬送機構によっ
て一括で搬入される複数の第１の基板がそれぞれ載置さ
れる複数のステージと、複数の第１の基板が複数のステ
ージにそれぞれ載置された状態で、複数のステージを移
動させて複数のステージの間隔を狭める移動機構と、第
１の搬送機構によって複数の第１の基板が１枚ずつ搬出
される場合に、間隔が狭められた複数のステージを軸線
を中心に回転させて、軸線の周囲において複数の第１の
基板を第１の搬送機構へ順次接近させる回転機構とを有
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の搬送室と第２の搬送室との間に設けられ、複数の基板を収容可能なロードロック
室と、
　前記第１の搬送室に配置され、複数の基板を１枚ずつ搬送する第１の搬送機構と、
　前記第２の搬送室に配置され、複数の基板を一括で搬送する第２の搬送機構と
　を有し、
　前記ロードロック室は、
　前記第２の搬送機構によって一括で搬入される複数の第１の基板がそれぞれ載置される
複数のステージと、
　前記複数の第１の基板が前記複数のステージにそれぞれ載置された状態で、前記複数の
ステージを移動させて前記複数のステージの間隔を狭める移動機構と、
　前記第１の搬送機構によって前記複数の第１の基板が１枚ずつ搬出される場合に、間隔
が狭められた前記複数のステージを軸線を中心に回転させて、前記軸線の周囲において前
記複数の第１の基板を前記第１の搬送機構へ順次接近させる回転機構と
　を有することを特徴とする基板処理装置。
【請求項２】
　前記複数のステージには、前記第１の搬送機構によって１枚ずつ搬出される前記複数の
第１の基板に替えて、前記第１の搬送機構によって１枚ずつ搬入される複数の第２の基板
がそれぞれ載置され、
　前記移動機構は、前記第２の搬送機構によって前記複数の第２の基板が一括で搬出され
る場合に、前記複数の第２の基板が前記複数のステージにそれぞれ載置された状態で、前
記複数のステージを移動させて前記複数のステージの間隔を元の間隔に戻すことを特徴と
する請求項１に記載の基板処理装置。
【請求項３】
　前記第２の搬送室に接続され、基板に所定の基板処理を行う処理モジュール
　をさらに有し、
　前記第２の搬送機構は、複数の基板の間隔を変更することなく、前記処理モジュールと
前記ロードロック室との間で複数の基板を一括で搬送することを特徴とする請求項１又は
２に記載の基板処理装置。
【請求項４】
　前記ロードロック室は、複数設けられることを特徴とする請求項１～３のいずれか一つ
に記載の基板処理装置。
【請求項５】
　第１の搬送室と第２の搬送室との間に設けられ、複数の基板を収容可能なロードロック
室と、
　前記第１の搬送室に配置され、複数の基板を１枚ずつ搬送する第１の搬送機構と、
　前記第２の搬送室に配置され、複数の基板を一括で搬送する第２の搬送機構と
　を有する基板処理装置における基板搬送方法であって、
　前記第２の搬送機構によって前記ロードロック室へ一括で搬入される複数の第１の基板
を複数のステージにそれぞれ載置する工程と
　前記複数の第１の基板が前記複数のステージにそれぞれ載置された状態で、前記複数の
ステージを移動させて前記複数のステージの間隔を狭める工程と、
　前記第１の搬送機構によって前記ロードロック室から前記複数の第１の基板が１枚ずつ
搬出される場合に、間隔が狭められた前記複数のステージを軸線を中心に回転させて、前
記軸線の周囲において前記複数の第１の基板を前記第１の搬送機構へ順次接近させる工程
と
　を含むことを特徴とする基板搬送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明の種々の側面及び実施形態は、基板処理装置及び基板搬送方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　基板処理のスループットを向上させるために、複数の基板を並行して処理する基板処理
装置が知られている。このような基板処理装置では、複数の基板を収容可能なロードロッ
ク室が大気側の搬送室と真空側の搬送室との間に設けられる場合がある。この場合、例え
ば真空側の搬送室に配置された搬送アームによって複数の基板がロードロック室内に一括
で搬入され、複数のステージにそれぞれ載置される。複数のステージにそれぞれ載置され
た複数の基板は、大気側の搬送室に配置された搬送アームによってロードロック室から１
枚ずつ搬出される。
【０００３】
　また、回転テーブルを用いて複数のステージを回転させて、回転テーブルの回転軸の周
囲において複数の基板を搬送アームへ順次接近させる技術が知られている。このような回
転テーブルをロードロック室内に設けることにより、大気側の搬送室に配置された搬送ア
ームは、ロードロック室から複数の基板を１枚ずつスムーズに搬出することが可能となる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第８０６０２５２号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１７／００４０２０４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、回転テーブルをロードロック室内に設ける場合、回転テーブルの回転軸
を中心に回転する複数のステージとロードロック室の側壁との衝突を回避するために、複
数のステージとロードロック室の側壁との間にデッドスペースが予め設けられる。このよ
うなデッドスペースの存在は、ロードロック室の大型化を招く要因となる。
【０００６】
　なお、大気側の搬送アームから見てロードロック室の奥行き方向に複数のステージが配
置された場合、大気側の搬送アームは、長い駆動ストローク及び強度の大きい駆動構造を
必要とする。長い駆動ストローク及び強度の大きい駆動構造は、コストの増大を招く要因
となる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　開示する基板処理装置は、１つの実施態様において、第１の搬送室と第２の搬送室との
間に設けられ、複数の基板を収容可能なロードロック室と、前記第１の搬送室に配置され
、複数の基板を１枚ずつ搬送する第１の搬送機構と、前記第２の搬送室に配置され、複数
の基板を一括で搬送する第２の搬送機構とを有し、前記ロードロック室は、前記第２の搬
送機構によって一括で搬入される複数の第１の基板がそれぞれ載置される複数のステージ
と、前記複数の第１の基板が前記複数のステージにそれぞれ載置された状態で、前記複数
のステージを移動させて前記複数のステージの間隔を狭める移動機構と、前記第１の搬送
機構によって前記複数の第１の基板が１枚ずつ搬出される場合に、間隔が狭められた前記
複数のステージを軸線を中心に回転させて、前記軸線の周囲において前記複数の第１の基
板を前記第１の搬送機構へ順次接近させる回転機構とを有する。
【発明の効果】
【０００８】
　開示する基板処理装置の１つの態様によれば、複数の基板を収容可能なロードロック室
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の大型化を抑制することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本実施形態に係る基板処理装置の構成例を示す図である。
【図２】図２は、移動機構及び回転機構の構成例を示す断面図である。
【図３】図３は、本実施形態に係る基板処理装置による基板の搬送処理の流れの一例を説
明するための図である。
【図４】図４は、本実施形態に係る基板処理装置による基板の搬送処理の流れの一例を説
明するための図である。
【図５】図５は、本実施形態に係る基板処理装置による基板の搬送処理の流れの一例を説
明するための図である。
【図６】図６は、本実施形態に係る基板処理装置による基板の搬送処理の流れの一例を説
明するための図である。
【図７】図７は、本実施形態に係る基板処理装置による基板の搬送処理の流れの一例を説
明するための図である。
【図８】図８は、本実施形態に係る基板処理装置による基板の搬送処理の流れの一例を説
明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本願の開示する基板処理装置及び基板搬送方法の実施形態につい
て詳細に説明する。なお、各図面において同一又は相当の部分に対しては同一の符号を付
すこととする。
【００１１】
　＜基板処理装置＞
　最初に、本実施形態に係る基板処理装置の構成について説明する。基板処理装置は、半
導体ウエハ等の基板に対して所定の基板処理を行う装置である。本実施形態では、基板に
対して成膜処理を行う場合を例として説明する。図１は、本実施形態に係る基板処理装置
１の構成例を示す図である。基板処理装置１は、被処理基板である基板Ｗを基板処理装置
１に搬入するための大気搬送室１１と、例えば２つのロードロック室１２Ａ、１２Ｂと、
真空搬送室１３と、例えば２つの処理モジュール１４Ａ、１４Ｂとを有する。
【００１２】
　処理モジュール１４Ａ、１４Ｂは、その内部空間を真空雰囲気に維持できるように構成
されている。処理モジュール１４Ａ、１４Ｂには、それぞれ、４枚の基板Ｗがそれぞれ載
置される４つの載置台２２が設けられている。各載置台２２には、昇降自在な支持ピン２
２ａが設けられている。また、処理モジュール１４Ａ、１４Ｂの底部において各載置台２
２の周囲に対応する位置には、昇降自在且つ水平方向に回転自在な支持部材２３が設けら
れる。処理モジュール１４Ａ、１４Ｂは、支持ピン２２ａ及び支持部材２３によって、各
載置台２２と、後述の第２の搬送機構２１との間で基板Ｗを受け渡すことができる。処理
モジュール１４Ａ、１４Ｂは、基板Ｗが各載置台２２に載置された状態で、基板Ｗに対し
て所定の基板処理を行う。本実施形態では、処理モジュール１４Ａ、１４Ｂが、基板Ｗに
対して成膜処理を行う成膜モジュールである場合を例として説明する。
【００１３】
　大気搬送室１１は、ロードロック室１２Ａ、１２Ｂを介して真空搬送室１３に接続され
ている。真空搬送室１３には、ロードロック室１２Ａ、１２Ｂから区画されるように処理
モジュール１４Ａ、１４Ｂが接続されている。
【００１４】
　大気搬送室１１は、その内部空間を大気雰囲気に維持できるように構成されている。大
気搬送室１１には、複数の基板Ｗを収納するキャリアＣが載置されるキャリア載置台１５
が設けられている。大気搬送室１１の正面壁には、キャリアＣが接続されてキャリアＣの
蓋と一緒に開閉されるゲートドアＧＴが設けられている。大気搬送室１１の側壁には、基
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板Ｗを一時的に保管するためのストッカや、基板Ｗの位置合わせを行うアライメント室等
が設けられている。
【００１５】
　また、大気搬送室１１には、第１の搬送機構１６が配置されている。第１の搬送機構１
６は、キャリアＣと、ロードロック室１２Ａ或いはロードロック室１２Ｂとの間で４枚の
基板Ｗを１枚ずつ搬送する。第１の搬送機構１６によってキャリアＣから搬出されてロー
ドロック室１２Ａ、１２Ｂへ搬入される４枚の基板Ｗは、未成膜の基板である。第１の搬
送機構１６によってロードロック室１２Ａ、１２Ｂから搬出されてキャリアＣへ搬入され
る４枚の基板Ｗは、成膜済みの基板である。成膜済みの基板Ｗは、「第１の基板」の一例
であり、未成膜の基板Ｗは、「第２の基板」の一例である。第１の搬送機構１６は、基部
１６ａと、２つの多関節のアーム１６ｂと、２つの支持部１６ｃ（図１では、１つの支持
部１６ｃのみが表示されている）とを有する。２つのアーム１６ｂは、基端側が基部１６
ａに接続され、先端側が２つの支持部１６ｃにそれぞれ接続されている。基部１６ａは、
横方向に移動自在且つ昇降自在に構成される。２つの支持部１６ｃは、上下方向に間隔を
空けて配置され、基板Ｗをそれぞれ支持する。上記の大気搬送室１１は、「第１の搬送室
」の一例である。
【００１６】
　ロードロック室１２Ａ、１２Ｂは、大気搬送室１１と真空搬送室１３との間に設けられ
、４枚の基板Ｗを収容可能に構成されている。ロードロック室１２Ａ、１２Ｂには、それ
ぞれ、４つのステージ１７が設けられている。４つのステージ１７には、第２の搬送機構
２１によってロードロック室１２Ａ、１２Ｂへ一括で搬入される４枚の基板Ｗがそれぞれ
載置される。また、４つのステージ１７には、第１の搬送機構１６によってロードロック
室１２Ａ、１２Ｂから１枚ずつ搬出される４枚の成膜済みの基板Ｗに替えて、第１の搬送
機構１６によってロードロック室１２Ａ、１２Ｂへ１枚ずつ搬入される４枚の未成膜の基
板Ｗがそれぞれ載置される。各ステージ１７には、昇降自在な支持ピン１７ａが設けられ
ている。また、ロードロック室１２Ａ、１２Ｂの底部における所定の位置には、昇降自在
且つ水平方向に回転自在な支持部材１８が設けられる。ロードロック室１２Ａ、１２Ｂは
、支持ピン１７ａ及び支持部材１８によって、各ステージ１７と、第２の搬送機構２１と
の間で基板Ｗを受け渡すことができる。また、ロードロック室１２Ａ、１２Ｂは、支持ピ
ン１７ａによって、各ステージ１７と、第１の搬送機構１６との間で基板Ｗを受け渡すこ
とができる。
【００１７】
　また、ロードロック室１２Ａ、１２Ｂは、移動機構１９と、回転機構２０とを有する。
移動機構１９は、第２の搬送機構２１によって一括で搬入される４枚の成膜済みの基板Ｗ
が４つのステージ１７にそれぞれ載置された状態で、４つのステージ１７を移動させて４
つのステージ１７の間隔を狭める。ここで、第２の搬送機構２１によってロードロック室
１２Ａ、１２Ｂへ４枚の成膜済みの基板Ｗが一括で搬入される場合に、４つのステージ１
７の間隔は、処理モジュール１４Ａ、１４Ｂに設けられた４つの載置台２２の間隔と同じ
間隔に設定されている。そこで、移動機構１９は、第２の搬送機構２１によって一括で搬
入される４枚の成膜済みの基板Ｗが４つのステージ１７にそれぞれ載置された後に、４つ
のステージ１７を移動させて４つのステージ１７の間隔を４つの載置台２２の間隔と同じ
間隔よりも狭める。これにより、４つのステージ１７とロードロック室１２Ａ、１２Ｂの
側壁との間に空間が形成される。
【００１８】
　また、移動機構１９は、第２の搬送機構２１によって４枚の未成膜の基板Ｗが一括で搬
出される場合に、４枚の未成膜の基板Ｗが４つのステージ１７にそれぞれ載置された状態
で、４つのステージ１７を移動させて４つのステージ１７の間隔を元の間隔に戻す。元の
間隔とは、処理モジュール１４Ａ、１４Ｂに設けられた４つの載置台２２の間隔と同じ間
隔である。
【００１９】
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　回転機構２０は、第１の搬送機構１６によって４枚の成膜済みの基板Ｗが１枚ずつ搬出
される場合に、間隔が狭められた４つのステージ１７を軸線Ｘを中心に回転させて、軸線
Ｘの周囲において４枚の成膜済みの基板Ｗを第１の搬送機構１６へ順次接近させる。上述
したように、間隔が狭められた４つのステージ１７とロードロック室１２Ａ、１２Ｂの側
壁との間には、空間が形成されている。この空間によって、回転中の４つのステージ１７
とロードロック室１２Ａ、１２Ｂの側壁との衝突が回避される。すなわち、４つのステー
ジ１７とロードロック室１２Ａ、１２Ｂの側壁との間にデッドスペースが予め設けられて
いない場合でも、回転中の４つのステージ１７とロードロック室１２Ａ、１２Ｂの側壁と
の衝突が回避される。なお、移動機構１９及び回転機構２０の詳細は、後述される。
【００２０】
　また、ロードロック室１２Ａ、１２Ｂには、図示しない真空ポンプとリーク弁とが設け
られており、ロードロック室１２Ａ、１２Ｂの雰囲気が、真空ポンプ及びリーク弁によっ
て、大気雰囲気と真空雰囲気とに切り替えられる。つまり、大気搬送室１１の雰囲気が大
気雰囲気に維持され、真空搬送室１３の雰囲気が真空雰囲気に維持されているため、これ
らの搬送室間において基板Ｗを搬送するために、ロードロック室１２Ａ、１２Ｂの雰囲気
が切り替えられる。
【００２１】
　真空搬送室１３は、その内部空間を真空雰囲気に維持できるように構成されている。真
空搬送室１３には、第２の搬送機構２１が配置されている。第２の搬送機構２１は、４枚
の基板Ｗの間隔を変更することなく、処理モジュール１４Ａ、１４Ｂと、ロードロック室
１２Ａ、１２Ｂとの間で４枚の基板Ｗを一括で搬送する。第２の搬送機構２１は、多関節
のアーム２１ａと、支持部２１ｂとを有する。アーム２１ａは、基端側が真空搬送室１３
の底部に接続され、先端側が支持部２１ｂに接続されている。支持部２１ｂは、上下方向
に間隔を空けて配置される４つの上側フォーク２１ｂ－１及び４つの下側フォーク２１ｂ
－２（図１では、４つの上側フォーク２１ｂ－１のみが表示されている）を有する。支持
部２１ｂは、上側フォーク２１ｂ－１により４枚の未成膜の基板Ｗを支持し、下側フォー
ク２１ｂ－２により４枚の成膜済みの基板Ｗを支持する。上記の真空搬送室１３は、「第
２の搬送室」の一例である。
【００２２】
　図１中の「Ｇ」は、各室間及び処理モジュール１４Ａ、１４Ｂと真空搬送室１３との間
を仕切る開閉自在なゲートバルブ（仕切り弁）である。通常、ゲートバルブＧは、閉じら
れており、各室間及び処理モジュール１４Ａ、１４Ｂと真空搬送室１３との間で基板Ｗが
搬送される場合に、開かれる。
【００２３】
＜移動機構及び回転機構＞
　次に、図１に示した移動機構１９及び回転機構２０の詳細について説明する。図２は、
移動機構１９及び回転機構２０の構成例を示す断面図である。なお、図２は、図１のＡ－
Ａ線における断面図に相当する。
【００２４】
　移動機構１９は、図２に示すように、中空状のベース部材１９１と、エアシリンダ等の
駆動装置１９２と、支持棒１９３とを有する。
【００２５】
　ベース部材１９１は、駆動装置１９２を保持し、回転機構２０における後述の回転シャ
フト２０１によって支持される。駆動装置１９２は、ベース部材１９１に対して進退する
ための駆動力を支持棒１９３に伝達する。
【００２６】
　支持棒１９３は、一端が駆動装置１９２に進退自在に取り付けられ、他端においてステ
ージ１７を支持する。支持棒１９３の周囲は、ベローズ１９４により覆われている。支持
棒１９３は、駆動装置１９２から伝達される駆動力によりベース部材１９１に対して進退
する。支持棒１９３の進退に従って、４つのステージ１７は、ベース部材１９１に近づく
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方向又はベース部材１９１から離れる方向に移動する。これにより、４つのステージ１７
の間隔が狭められ、或いは、元の間隔に戻される。
【００２７】
　回転機構２０は、図２に示すように、回転シャフト２０１と、ベアリング２０２ａを介
して回転シャフト２０１を保持するケーシング２０２と、回転シャフト２０１を回転させ
る回転駆動装置２０３とを有する。
【００２８】
　回転シャフト２０１は、ベース部材１９１を支持し、軸線Ｘに沿って、ロードロック室
１２Ａの底部１２ａの外側まで延伸する。
【００２９】
　ケーシング２０２は、内径が回転シャフト２０１の外径よりも大きい開口を有している
。回転シャフト２０１は、ケーシング２０２の開口に挿通され、ベアリング２０２ａによ
って回転自在に支持されている。ケーシング２０２の上端部は、ボルト等の固定部材によ
り、ロードロック室１２Ａの底部１２ａに固定されている。
【００３０】
　回転駆動装置２０３は、プーリ２０３ａと、駆動ベルト２０３ｂと、モータ２０３ｃと
を有する。プーリ２０３ａは、回転シャフト２０１の下端部に取り付けられている。駆動
ベルト２０３ｂは、プーリ２０３ａに巻き回されている。
【００３１】
　モータ２０３ｃは、出力軸が駆動ベルト２０３ｂに連結されており、駆動ベルト２０３
ｂ及びプーリ２０３ａを介して回転シャフト２０１に回転駆動力を伝達する。回転シャフ
ト２０１は、モータ２０３ｃから伝達される回転駆動力により軸線Ｘを中心に回転する。
移動機構１９のベース部材１９１は、回転シャフト２０１によって支持される。ステージ
１７は、移動機構１９の支持棒１９３によって支持される。これにより、４つのステージ
１７は、回転シャフト２０１の回転に従って、移動機構１９と共に軸線Ｘを中心に回転す
る。
【００３２】
［基板搬送処理の流れの一例］
　次に、図３～図８を参照して、本実施形態に係る基板処理装置１による基板Ｗの搬送処
理の流れの一例について説明する。図３～図８は、本実施形態に係る基板処理装置１によ
る基板Ｗの搬送処理の流れの一例を説明するための図である。図３～図８において、ハッ
チングが付与された基板Ｗは、成膜済みの基板Ｗであり、ハッチングが付与されていない
基板Ｗは、未成膜の基板Ｗであるものとする。なお、図３～図８では、説明の便宜を図る
ために、移動機構１９及び回転機構２０の表示が省略されている。また、以下では、ロー
ドロック室１２Ｂを介して大気搬送室１１と真空搬送室１３との間で基板Ｗの受け渡しが
行われる例を主として説明する。
【００３３】
　まず、第２の搬送機構２１は、図３に示すように、支持部２１ｂの下側フォーク２１ｂ
－２により処理モジュール１４Ｂから４枚の成膜済みの基板Ｗを受け取る。下側フォーク
２１ｂ－２により支持された４枚の成膜済みの基板Ｗは、ロードロック室１２Ｂへ一括で
搬入される。このとき、ロードロック室１２Ｂにおいて、支持部材１８が回転及び上昇さ
れることによって、４枚の未成膜の基板Ｗが４つのステージ１７から離間される。
【００３４】
　続いて、第２の搬送機構２１の支持部２１ｂが、４つのステージ１７から離間された４
枚の未成膜の基板Ｗの下方に進出される。そして、支持部材１８が降下及び回転されるこ
とによって、図４に示すように、第２の搬送機構２１の支持部２１ｂの上側フォーク２１
ｂ－１に４枚の未成膜の基板Ｗが受け渡される。一方で、各ステージ１７から支持ピン１
７ａが上昇されることによって、下側フォーク２１ｂ－２に支持された４枚の成膜済みの
基板Ｗが下側フォーク２１ｂ－２から持ち上げられる。
【００３５】
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　続いて、第２の搬送機構２１の支持部２１ｂが、図５に示すように、ロードロック室１
２Ｂから退避されるとともに、支持ピン１７ａが降下されることによって、４枚の成膜済
みの基板Ｗが支持ピン１７ａから４つのステージ１７にそれぞれ受け渡される。これによ
り、４枚の成膜済みの基板Ｗが４つのステージ１７にそれぞれ載置される。
【００３６】
　続いて、図６に示すように、４枚の成膜済みの基板Ｗが４つのステージ１７にそれぞれ
載置された状態で、移動機構１９によって４つのステージ１７が軸線Ｘに近づく方向に移
動される。これにより、４つのステージ１７の間隔が狭められる。
【００３７】
　続いて、第１の搬送機構１６によってロードロック室１２Ｂから４枚の成膜済みの基板
Ｗが１枚ずつ搬出される場合に、間隔が狭められた４つのステージ１７が、図７に示すよ
うに、回転機構２０によって軸線Ｘを中心に回転される。これにより、軸線Ｘの周囲にお
いて４枚の成膜済みの基板Ｗが第１の搬送機構１６へ順次接近する。そして、第１の搬送
機構１６は、ロードロック室１２Ｂから４枚の成膜済みの基板Ｗを１枚ずつ搬出すると共
に、キャリアＣからロードロック室１２Ｂへ４枚の未成膜の基板Ｗを１枚ずつ搬入する。
そして、４つのステージ１７には、４枚の成膜済みの基板Ｗに替えて、４枚の未成膜の基
板Ｗがそれぞれ載置される。
【００３８】
　続いて、第２の搬送機構２１によってロードロック室１２Ｂから４枚の未成膜の基板Ｗ
が一括で搬出される場合に、４枚の未成膜の基板Ｗが４つのステージ１７にそれぞれ載置
された状態で、４つのステージ１７が、図８に示すように、軸線Ｘから離れる方向に移動
される。これにより、４つのステージ１７の間隔が元の間隔に戻される。
【００３９】
　以上のように、本実施形態に係る基板処理装置１において、大気搬送室１１と真空搬送
室１３との間に設けられたロードロック室１２Ａ、１２Ｂは、４つのステージ１７と、移
動機構１９と、回転機構２０とを有する。４つのステージ１７には、真空搬送室１３に配
置された第２の搬送機構２１によって一括で搬入される４枚の成膜済みの基板Ｗがそれぞ
れ載置される。移動機構１９は、４枚の成膜済みの基板Ｗが４つのステージ１７にそれぞ
れ載置された状態で、４つのステージ１７を移動させて４つのステージ１７の間隔を狭め
る。回転機構２０は、大気搬送室１１に配置された第１の搬送機構１６によって４枚の成
膜済みの基板Ｗが１枚ずつ搬出される場合に、間隔が狭められた４つのステージ１７を軸
線を中心に回転させて、軸線の周囲において４枚の成膜済みの基板Ｗを第１の搬送機構１
６へ順次接近させる。これにより、基板処理装置１は、４つのステージ１７とロードロッ
ク室１２Ａ、１２Ｂの側壁との間にデッドスペースが予め設けられていない場合でも、回
転中の４つのステージ１７とロードロック室１２Ａ、１２Ｂの側壁との衝突を回避するこ
とができる。その結果、本実施形態に係る基板処理装置１によれば、複数の基板Ｗを収容
可能なロードロック室１２Ａ、１２Ｂの大型化を抑制することができる。
【００４０】
　なお、本発明は、上記した実施形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で種
々の変形が可能である。
【００４１】
　例えば、上記実施形態では、処理モジュール１４Ａ、１４Ｂが、基板Ｗに対して成膜処
理を行う成膜モジュールである場合を例に説明したが、開示技術はこれに限定されない。
処理モジュール１４Ａ、１４Ｂは、基板Ｗに対してプラズマエッチング処理を行うプラズ
マエッチングモジュールであっても良い。
【００４２】
　また、上記実施形態では、４枚の基板Ｗがそれぞれ載置される４つの載置台２２が処理
モジュール１４Ａ、１４Ｂに設けられる場合を例に説明したが、開示技術はこれに限定さ
れない。処理モジュール１４Ａ、１４Ｂには、少なくとも２つの載置台２２が設けられれ
ば良い。この場合、ロードロック室１２Ａ、１２Ｂには、少なくとも２つのステージ１７
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【００４３】
　また、上記実施形態では、第１の搬送機構１６が、ロードロック室１２Ａ、１２Ｂから
４枚の成膜済みの基板Ｗをランダムに１枚ずつ搬出する場合を例に説明したが、開示技術
はこれに限定されない。第１の搬送機構１６は、ロードロック室１２Ａ、１２Ｂから４枚
の成膜済みの基板Ｗを予め定められた順序で１枚ずつ搬出しても良い。予め定められた順
序とは、例えば、第１の搬送機構１６によって４枚の未成膜の基板Ｗがロードロック室１
２Ａ、１２Ｂへ１枚ずつ搬入される順序等である。
【符号の説明】
【００４４】
１　基板処理装置
１１　大気搬送室
１２Ａ、１２Ｂ　ロードロック室
１３　真空搬送室
１４Ａ、１４Ｂ　処理モジュール
１６　第１の搬送機構
１９　移動機構
２０　回転機構
２１　第２の搬送機構
Ｗ　基板
Ｘ　軸線

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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